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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Gedruckte Schaltungsplatte 

® Gemafc der vorliegenden Erfindung urnfafct eine ge- 
druckte Schaltungsplatte ein Substrat 1 einschliefclich ei- 
nes Teileinbringungsabschnitts 3, in dem ein eiektrisches 
Teil 5 eingebracht werden kann, eine Vielzahl von Kon- 
taktanschlussen 2, die jeweils auf einer Oberflache des 
Substrats 1 ausgebildet sind und deren Oberflachen nach 
aufcen unter Bereitstellung externer Kontakte freigelegt 
sind, sowie jeweils in der anderen Oberflache des Sub- 
strats 1 ausgebildeten Offnungen 4 zur Einfiigung von 
Verbindungsdrahten 6, die zur Verbindung des in den Teil- 
einbringungsabschnitt 3 des Substrats einzubringenden 
elektronischen Teils 5 mit den verbundenen Kontaktan- 
schlussen 2 verwendet werden. Bei der gedruckten Schal- 
tungsplatte ist jeder KontaktanschluS 2 aus einer Metall- 
folie 9 gebildet, die direkt und eng an dem Substrat 1 an- 
gebrachtist. Dadurch kann eine Verringerung derHitzebe- 
standigkeit eines gedruckten Schaltungsplattes verhin- 
dert werden, welche auftritt, wenn die zur Bildung der 
Kontaktanschlusse 2 verwendete Metallfolte unter Ver- 
wendung eines Haftmittels mit dem Substrat 1 verbunden 
ist. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine ge- 
druckte Schaltungsplatte, eine TC-Karie oder CSP (Packung 
von ChipgroBe), bei welchen die gedruckte Schaltungsplatte 
verwendet wird, sowie auf ein Verfahren zur Herslellung der 
gedruckten Schaltungsplatte. 

Bei der Hersteliung einer gedruckten Schaltungsplatte 
wird wie in Fig. 24(a) gezeigt, zunachst ein Hafimittel 8 auf 
eine Oberflache des Substrats 1 aufgetragen und das Sub- 
strat wie in Fig. 24(b) gezeigt gestanzt, um dadurch eine 
Offnung 3a zum Einbringen eines Teils sowie eine Vielzahl 
von Offnungen 4 zur Einfuhrung von Verbindungsdrahten 
zu bilden. Danach wird wie in Fig. 24(c) gezeigt eine Me- 
talifolie 9, wie eine Kupferfolie oder dergleichen, an einer 
Oberflache des Substrats 1 mil dem Haftmittel 8 befestigt. 
AnschlieBend wird die Metalifolie 9 mittels Atzen oder der- 
gleichen zur Konfiguration cincr Schaltung bcarbcitct, mit 
dem Ergebnis, daB wie in Fig. 24(d) gezeigt Kontaktan- 
schliisse 2 ausgebildet werden, durch welche auBere Kon- 
takte mit nach auBen hin freigelegten Oberflachen bereitge- 
stellt werden. Nebenbei werden die Bodenoberflache der 
Teileinbringungsoffnung 3a ebenso wie die entsprechenden 
Bodenoberflachen der Vielzahl von VerbindungsdrahtbfT- 
nungen 4 von diesen Konlaktanschliissen 2 gebildet, wobei 
jeder der auf der Bodenoberflache der TeileinbringungsofY- 
nung 3a gebildeten Kontaktanschlusse 2 eben falls die Funk* 
tion besitzt, das elektronische Teil 5 festzuhalten. Nach der 
derartigen Konfiguration der Schaltung werden, wie in Fig. 
24(e) gezeigt, die Abschnitte der Schaltung, welche den au- 
Beren Oberflachen der Kontaktanschlusse 2 entsprechen, 
ebenso wie die Abschnitte, welche den Bodenoberflachen 
der Offnungen 3a und 4 gegeniiberliegen, jewel Is mit Ni und 
Au plattiert, um dadurch zwei Arten von Deckplattier- 
schichten 10a und 10b herzustellen. 

Allerdings ist jeder der Kontaktanschlusse 2, wie vorste- 
hend beschrieben, aus der Metalifolie 9 gebildet, welche 
mittels des Haftmittels 8 an dem Substrat 1 haftet, und daher 
kann der KontaktanschluB 2 abblattern, wenn eine Beein- 
trachtigung des Haftmittels 8 aufgrund der Einwirkung ho- 
lier Temperaturen hervorgerufen wird; das bedeutet, daB der 
KontaktanschluB 2 hinsichtlich der Hitzebestandigkeit ein 
Problem darstellt. Zudem ist die Dicke der gedruckten 
Schaltungsplatte durch die dem Haftmittel 8 entsprechende 
Menge erhoht, was die Verringerung der Dicke der gedruck- 
ten Schaltungsplatte erschwert. 

Da zudem die Offnungen 3a und 4 mittels Ausstanzen ge- 
bildet werden, gibt es fur die Verringerung der Durchmesser 
der Offnungen 3a und 4 eine Grenze und ist es zudem 
schwierig, den Abstand zwischen den Offnungen 3a und 4 
zu verringem. DaB heiBt, daB es hinsichtlich der Verringe- 
rung der GroBe der gedruckten Schaltungsplatte eine Grenze 
gibt. 

Bei der jeweiligen Bildung der zwei Arten von Deckplat- 
tierschichten 10a und 10b auf dem Abschnitt, welcher den 
auBeren Oberflachen der Kontaktanschlusse 2 entspricht, 
und dem Abschnitt, welcher den Bodenoberflachen der Off- 
nungen 3a und 4 gegeniiberliegt, werden derartige Plattier- 
vorgange im gleichen Verfahrensschritt durchgefuhrt. Aller- 
dings ist es in der Wirklichkeit schwierig, derartig verschie- 
dene Arten von Plattierungen im gleichen Verfahrensschritt 
durchzufuhren: daB heiBt, dafi der den auBeren Oberflachen 
der Kontaktanschlusse 2 entsprechende Abschnitt mit Ni 
und glanzendem Au plattiert werden muB, um dadurch die 
Dcckplatticrschicht 10a herzustellen, wohingegen der den 
Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 gegeniiberlie- 
gende Abschnitt mit Ni und nicht glanzendem Au plattiert 
werden muB, um dadurch die Deckplattierschicht 10b herzu- 
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stellen. 

Andererseits ist das Herstellungs verfahren fur eine Schal- 
tungsplatte fur eine CSP in der nicht gepruften japanischen 
Paten tveroffent I ichungssch rift Hei 4-3676 beschrieben. 
5 Diese Technik weist allerdings ein derartiges Problem 
auf, daB bei der Bildung einer Offnung (wobei der Begriff 
"Offnung" dem erfindungsgemaB verwendeten entspricht), 
welche sich bis zur Oberflache eines Schaltniusters wie ei- 
nes Verbindungsanschlusses erstreckt, ein Kohlendioxid- 

to Laser verwendet wird. Aufgrund der Verwendung des Koh- 
lendioxid-Lasers kann jedoch das das Substrat bildende 
Harz nicht vollstandig entfernt werden. Wenn zudem ein 
plattierter Leiter auf der Oberflache des Schaltniusters gebil- 
det wird oder der plattierte Leiter mil der Oberflache des 

15 Schaltmusters mittels Loten oder Bonden verbunden wird, 
besitzt eine derartige Verbindung nur eine geringe Zuverlas- 
sigkeit. 

Wie vorstchend beschrieben ist cs die Aufgabc der vorlic- 
genden Erfindung, ein Verfahren zur Hersteliung einer ge- 

20 druckten Schaltungsplatte mit einer hohen Verbindungszu- 
verlassigkeit einer Golddraht verbindung oder einer Lotver- 
bindung und hohen Verbindungsstarke an der Oberflache ei- 
ner Metalifolie an der Offnungsseite bereitzustellen. 

B-findungsgemaB wird diese Aufgabe durch ein Verfah- 

25 ren gemiiB Anspruch 1 gelosl. 

Im einzelnen laBt man einen Ultraviolett-Laser auf die 
Oberflache der Metalifolie an der Offnungsseite einwirken, 
um so verbliebenen AusschuB. wie ein Harz oder derglei- 
chen, welcher auf der Oberflache der Folic zuriickgeblieben 

30 ist, zu entfernen und somit eine Oberflachenschicht mit ei- 
nem unebenen Bindungsabschnitt auszuschlieBen. Als Er- 
gebnis konnte eine glatte Oberflache erhalten werden. Auf- 
grund des Erhalts der glatten Oberflache konnte bei Verwen- 
dung dieser Schaltungsplatte fur eine IC-Karte eine hohe 

35 Draht-(Golddraht-)Bindungs starke erhalten werden, und bei 
Verwendung dieser Schaltungsplatte fur eine CSP konnte 
eine hohe Verbindungsstarke einer Lotkugel erhalten wer- 
den. Als Ergebnis wird eine gedruckte Schaltungsplatte mit 
hoher Verbindungszuverlassigkeit bereitgestellt. 

40 Wenn die vorliegende gedruckte Schaltungsplatte als ge- 
druckte Schaltungsplatte fur eine IC-Karte verwendet wird, 
ist sie auBerordentlich hitzebestandig und von kompakter 
GroBe sowie ebenfalls hinsichtlich der Freiheit der Plattie- 
rung an den Kontaktanschlussen verbessert. 

45 GemaB einer ersten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Verfahren zur Hersteliung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte bereitgestellt, welche ein durch direktes und en- 
ges Anbringen einer Metalifolie auf mindestens einer Ober- 
flache der Schaltungsplatte gebildetes Schaltmuster und je- 

50 weils von der anderen Oberflache der Schaltungsplatte ge- 
bildete Offnungen zur elektrischen Verbindung des Schalt- 
musters dadurch einschlieBt, wobei das Verfahren die 
Schritte umfaBt: 

Bildung der Offnungen von der anderen Oberflachenseite 

55 der Schaltungsplatte; und 

Glatten einer Oberflache der Metalifolie an der Offnungs- 
seite durch einen Ultraviolett-Laser. 

GemaB einer zweiten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
dient die Offnung zur Einfuhrung eines Verbindungsdrahts. 

60 GemaB einer dritten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird die Offnung mit einem Lotmittel gefullt, um eine Lot- 
kugel aus zubilden. 

GemaB einer vierten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen durch einen optischen Strahl ein- 

65 schlicBlich cincs C02-Lascrs gebildet. 

GemaB einer funften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat verwendet, dessen beide Oberflachen mit 
Metallfolien beschichtet sind, und nach dem Atzen der Me- 



BNSDOCID: <DE_19824225A1_I_> 



3 



DE 198 24 225 A 1 



tallfolie unter Biidung einer Offnung wird ein CO?-Laser 
mit einem Strahl mit einem groCeren Durchmesser als die 
Offnung auf den Offnungsabschnitt gerichtet, urn dadurch 
Offnungen im Substrat zu hi 1 den. 

GemaB einer sechsten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat verwendei, das mit einer Metallfolie, de- 
ren anliegende Oberflache oxidationsbehandelt wurde, oder 
niit einer oxidaiionsbehandelten Metallfolie, deren anlie- 
gende Kontaktoberflache einer Aufrauhbehandlung unterzo 
gen wurde, beschichtet ist. 

GemaB einer siebten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
schlieBt die Oberflache einer Metallfolie auf der anderen 
Oberflache des Substrats zur Ausbildung der Offnungen 
mittels Bestrahlung einer Oberflache des Substrats mit ei- 
nem CXVLaser mindestens ein Warmeschild oder ein Kuhl- 
rohr ein. 

GemaB einer achten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird bci der Bestrahlung des Substrats mit einem CO?-Lascr 
unter Biidung der Offnungen ein Strahlabschwachungsfilter 
im Zentrum des optischen Strahlengangs angeordnet. 

GemaB einer neunten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird der Excimer-Laser auf die Offnungen gerichtet, wah- 
rend dessen reflektiertes Licht uberwacht wird. 

GemaB einer zehnten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Olfnungen mit Plasma behandelt. 

GemaB einer elften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen mittels Sandstrahlen behandelt. 

GemaB einer zwolften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat mit darauf beschichteten Metallfoben ver- 
wendet, werden ein oder mehrere Laser von SHG-YAG-La- 
ser, THG- YAG-Laser, SHG-YLF-Laser und THG-YLF-La- 
ser auf das Substrat gerichtet, um dadurch Offnungen zu bil- 
den, und die Metallfoben zur Konfiguration einer Schaltung 
bearbeitet, um dadurch Kontaktanschliisse zu bilden. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von bevorzugten 
Ausfuhrungsformen unter Bezugnahme auf die begleiten- 
den Zeichnungen genauer erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1(a) und (b) eine Ausfuhrungsform einer gedruckten 
Schaltungsplatte fur eine IC-Karte; insbesondere stellen die 
Fig. 1(a) und (b) jeweils Schnittansichten davon dar; 

F*g» 1(c) und (d) eine Ausfuhrungsform einer gedruckten 
Schaltungsplatte fur eine CSP; insbesondere stellen die Fig. 
1(c) und (d) jeweils Schnittansichten davon dar; 

Fig. 2(a) bis (e) eine Ausfuhrungsform eines erfindungs- 
gemaBen Verfahrens zur Herstellung einer gedruckten 
Schaltungsplatte; insbesondere stellen die Fig. 2(a) bis (e) 
jeweils Schnittansichten der gedruckten Schaltungsplatte 
der jeweils bei der vorliegenden Ausfuhrungsform durchge- 
fuhrten Schritte dar; 

Fig. 3(a) bis (b) Schritte zur Ausbildung von Offnungen, 
welche beim vorstehend genannten Herstellungsverfahren 
fur eine gedruckte Schaltungsplatte eingesetzt werden; ins- 
besondere stellen die Fig. 3(a) bis (b) jeweils Schnittansich- 
ten davon dar; 

Fig. 4(a) bis (b) Schritte zur Ausbildung von Offnungen, 
welche beim vorstehend genannten Herstellungsverfahren 
fur eine gedruckte Schaltungsplatte eingesetzt werden; ins- 
besondere stellen die Fig. 4(a) bis (b) jeweils Schnittansich- 
ten davon dar; 

Fig. 5(a) bis (c) Schritte zur Ausbildung von Offnungen 60 
im vorstehend genannten Herstellungsverfahren fur eine ge- 
druckte Schaltungsplatte; insbesondere ist Fig. 5(a) eine 
Schnittansicht davon. Fig. 5(b) eine Draufsicht davon und 
Fig. 5(c) eine graphische Darstellung einer Beziehung zwi- 
schen einem Strahlcndurchmcsscr und der Encrgic; 

Fig. 6 eine Schnittansicht eines Schritts des Waschens ei- 
ner Offnung. welcher beim vorstehend genannten Herstel- 
lungsverfahren fur eine gedruckte Schaltungsplatte einge- 
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setzt wird; 

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Schritts des Waschens ei- 
ner Offnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsform ei- 
nes Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 8 eine Schnittansicht eines Schritts des Waschens ei- 
ner Offnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsform ei- 
nes Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 9 eine Schnittansicht eines Schritts des Waschens ei- 
ner Offnung. welcher bei der zweiten Ausfuhrungsform ei- 
nes Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 10 eine Schnittansicht eines Schritts des Waschens 
einer Offnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsform 
eines Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 11 cine Schnittansicht eines Schritts des Waschens 
einer Offnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsform 
20 eines Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; 

Fig. 12 eine Schnittansicht eines Schritts des Waschens 
einer Offnung, welcher bei der zweiten Ausfuhrungsform 
eines Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
25 piatle eingesetzt wird; 

Fig. 13(a) bis (d) die jeweiligen Schritte. welche bei der 
dritten Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen Herstel- 
lungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungsplatte einge- 
setzt werden; insbesondere sind die Fig. 13(a), (b), (c) und 
(d) jeweils Schnittansichten davon; 

Fig. 14 (a) und (b) jeweils SEM-Bilder,.die durch Foto- 
grafieren der Bodenoberflache einer in Fig. 13(a) gezeigten 
Offnung erhalten wurden; 

Fig. 15(a) ein SEM-Bild, das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer in Fig. 13(b) gezeigten Offnung erhal- 
ten wurde: 

Fig. 15(b) ein SEM-Bild, das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer in Fig. 13(c) gezeigten Offnung erhal- 
ten wurde; 

Fig. 15(c) ein SEM-Bild, das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer in Fig. 13(d) gezeigten Offnung erhal- 
ten wurde; 

Fig. 16 ein SEM-Bild, das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer im Substrat gebildeten Offnung erhalten 
wurde, nachdem die Offnung durch Bestrahlen mit einem 
Excimer-Laser behandelt wurde; 

Fig. 17 ein SEM-Bild. das durch Fotografieren der Bo- 
denoberflache einer im Substrat gebildeten Offnung erhalten 
wurde, nachdem die Offnung durch Bestrahlen mit einem 
Excimer-Laser behandelt wurde; 

Fig. 18 ein SEM-Bild, das nach Behandlung einer im 
Substrat gebildeten Offnung durch Bestrahlung mit einem 
Excimer-Laser sowie Versehen einer Kupferfolie auf der 
Bodenoberflache der Offnung mit einer Deckplattierschicht 
durch Fotografieren des Abschnitts der Kupferfolie erhalten 
wurde; 

Fig. 19 ein SEM-Bild, das nach Behandlung einer im 
Substrat gebildeten Offnung durch Bestrahlung mit einem 
Excimer-Laser sowie Versehen einer Kupferfolie auf der 
Bodenoberflache der Offnung mit einer Deckplattierschicht 
durch Fotografieren des Abschnitts der Kupferfolie erhalten 
wurde; 

Fig. 20(a) bis (c) eine vierte Ausfuhrungsform eines erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zur Herstellung einer gedruckten 
Schaltungsplatte; insbesondere stellen die Fig. 20(a) bis (c) 
jeweils Schnittansichten der jeweiligen Schritte dar, welche 
bei der vierten Ausfuhrungsform des Herstellungsverfah- 
rens fur eine gedruckte Schaltungsplatte eingesetzt werden; 
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Fig. 21 eine Schnittansicht eines Schritts zur Ausbildung 
einer Offnung, welcher bei der vierten Ausfuhrungsform des 
Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungsplatte 
eingesetzt wird; 

Fig. 22(a) bis (e) eine sechste Ausfuhrungsform eines er- 5 
findungsgemaBen Verfahrens zur Herstellung einer gedruck- 
ten Schaltungsplatte; insbesondere stellen die Fig. 22(a) bis 
(e) jeweils Schnittansichten der jeweiligen Schritte dar, wel- 
che bei der vierten Ausfuhrungsform des Herstellungsver- 
fahrens fiir eine gedruckte Schaltungsplatte eingesetzt wer- to 
den; 

Fig. 23 eine Schnittansicht eines Schritts zur Ausbildung 
einer Offnung, welcher bei der sechsten Ausfuhrungsform 
des Herstellungsverfahrens fur eine gedruckte Schaltungs- 
platte eingesetzt wird; und 15 

Fig. 24(a) bis (e) ein herkommliches Verfahren zur Her- 
stellung einer gedruckten Schaltungsplatte; insbesondere 
stcllcn die Fig. 24(a) bis (c) jewcils Schnittansichten der 
Schritte dar. welche beim herkommlichen Verfahren einge- 
setzt werden. -° 

Als gedruckte Schaltungsplatte zur Verwendung in einer 
kleinen Verpackung, einer CSP (Verpackung von Chip- 
GroBe) und dergleichen niit im wesentlichen dergleichen 
GroBe wie ein Halbleiterchip 105, wie ein IC oder derglei- 
chen, isl eine gedruckte Schaltungsplatte mil einer derarli- 25 
gen Struktur wie in Fig. 1(c) gezeigt bekannt. Bei dieser 
Struktur sind Anschliisse 102 auf einer Oberflache des Sub- 
strats 101 sowie Offnungen 104 in dem Substrat 101 auf 
eine derartige Weise ausgebiidet, daB die Anschliisse 102 
die Bodenoberflachen der Offnungen 104 bilden. 30 

Zusatzlich werden jeweils Lotmittel 116 in die Offnungen 
104 und dadurch in nahen Kontakt mit den Anschliissen 102 
auf den Bodenoberflachen der OfTnungen 104 gebracht, und 
gieichzeitig ragen die Lotmittel 116 teil weise als Kugeln 
117 durch die Offnungsabschnitte der Offnungen 104 aus 35 
der Oberflache des Substrats 101 heraus, wodurch eine der- 
anige CSP 138, wie in Fig. 1(d) gezeigt, gebildet werden 
kann. Wenn danach die Erhebungen 139 des Halbleiterchips 
105, wie einem IC oder dergleichen, mit den entsprechenden 
Anschlussen 102 durch Loten oder eine entsprechende Ver- 40 
bindungsmaBnahme verbunden werden, kann der Halblei- 
terchip 105 in die CSP eingebaut werden. 

Als gedruckte Schaltungsplatte zur Verwendung in einer 
IC-Karte oder dergleichen ist eine gedruckte Schaltungs- 
platte mit einer derartigen Struktur wie in Fig. 1(a) gezeigt 45 
vorgeschlagen. Bei dieser gedruckten Schaltungsplatte ist 
eine Vielzahl von Kontaktanschlussen 2 auf einer Oberfla- 
che des Substrats 1 bereitgestellt; Teileinbringungsoffnun- 
gen 3a und Verbindungsdrahtoffnungen 4 sind in dem Sub- 
strat 1 auf eine derartige Weise gebildet, daB die Kontaktan- 50 
schliisse 2 jeweils die Bodenoberflachen dieser OfTnungen 
3a und 4 bilden; ein elektronisches Teil 5, wie ein IC oder 
dergleichen, ist in die Teileinbringungsoffnung 3a einge- 
bracht; und das elektronische Teil 5 ist mit den Kontaktan- 
schlussen 2 uber Verbindungsdrahte 6 durch die Verbin- 55 
dungsdrahtoffnungen 4 verbunden. Weiterhin ist ein versie- 
gelndes Harz aufgetragen, urn dadurch das Substrat 1 zu 
versiegeln, so daB die so hergestellte gedruckte Schaltungs- 
platte als Modul fur eine IC-Karte verwendet werden kann. 

ErfindungsgemaB wird als Substrat 1, wie in Fig. 2(a) ge- 60 
zeigt. eine Platte la mit aufgebrachter Harzschicht verwen- 
det, deren beide Oberflachen mit Metallfolien 9, wie Kup- 
ferfolien oder dergleichen, beschichtet sind. Die Platte la 
mit aufgebrachter Harzschicht, welche auf beiden Seiten mit 
Mctall beschichtet ist, kann auf folgcndc Weise hcrgcstcllt 65 
werden: Beispielsweise wird ein Substrat aus Glasfaser, wie 
Glaswoile oder dergleichen. mit einem heiBhartenden Harz- 
lack wie Epoxidharz oder dergleichen impragniert, um da- 
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durch ein mit Harz impragniertes Substrat herzustellen, wer- 
den zwei oder mehr Stiicke derartiger mit Harz impragnier- 
ter Substrate von Fall zu Fall aufeinander gelagert und beide 
Seiten da von sandwich artig zwischen den Metallfolien 9 an- 
geordnet, unter Erhitzen zur Hartung des Harzes des nut 
Harz impragnierten Substrats durch Walzen bewegt (eine 
Druckausubung durch die Walzen ist nicht notwendig), mit 
dem Ergebnis, daB die Metallfolien 9 aufgeschichtet und 
mittels des geharteten Harzes einstuckig nut dem mit Harz 
impragnierten Substrat verbunden werden. DaB heiBt. daB 
die Platte la mit aufgebrachter Harzschicht auf eine derar- 
tige Weise hergestellt werden kann, daB die Metallfolien 9 
einstuckig auf beiden Oberflachen des Substrats 1, das aus 
dem mit Harz impragnierten Substrat gebildet ist, ausgebii- 
det werden. Beispielsweise kann die Platte la mit aufge- 
brachter Harzschicht auf eine derartige Weise hergestellt 
werden, daB die Metallfolien (Kupferfolien) 9 mit einer 
Dickc von 8 um einstuckig auf beiden Oberflachen eines 
Glasepoxidsubstrats 1 nut einer Dicke von 100 um ausgebii- 
det werden, um dadurch eine beschichtete Platte zu erzeu- 
gen. Die Platte la mit aufgebrachter Harzschicht. welche 
auf beiden Seiten mit Metall beschichtet ist, kann als Sub- 
strat 1 verwendet werden, welches eine hohere Oberflachen- 
glattheit und eine einheitlichere Dicke als eine ohne Auf- 
bringen der Metallfolien 9 auf beide Oberflachen herge- 
stellte beschichtete Platte aufweist. Es sollte zudem hier be- 
merkt werden, daB die Metallfolien 9 nicht unter Verwen- 
dung eines Haftmittels an dem Substrat 1 gebunden sind, 
sondern direkt und eng an dem Substrat 1 aufgrund der 
selbsthaftenden Wirkung des im Substrat 1 enthaltenen Har- 
zes angebracht sind. 

Hierbei besitzt das Substrat 1, welches wie vorstehend be- 
schrieben Glasfasern wie Glaswoile oder dergleichen ent- 
halt, eine ausgezeichnete Festigkeit, elektrische Isolierfa- 
higkeit sowie Feuchtigkeitsbestandigkeit. Daher kann unter 
Verwendung des Substrats 1, welches derartige Glasfasern 
enthalt, eine gedruckte Schaltungsplatte mit hoher Festig- 
keit, elektrischer Isolierfahigkeit sowie Feuchtigkeitsbe- 
standigkeit hergestellt werden. 

AnschlieBend wird ein Atzresist an die an eine Oberflache 
(beispielsweise die untere Oberflache) des Substrats 1 auf- 
gebrachte Metallfolie 9 gebunden, wohingegen kein Atzre- 
sist an die auf die andere Oberflache (beispielsweise die 
obere Oberflache) des Substrats 1 aufgebrachte Metallfolie 
gebunden wird. Nach der Belichtung und Entwicklung des 
Atzresists werden die zwei Metallfolien 9 jeweils geatzt, so 
daB wie in Fig. 2(b) gezeigt die Metallfolie 9 auf einer Ober- 
flache des Substrats 1 fur die Konfiguration einer Schaltung 
unter Bildung von Kontaktanschlussen 1 bearbeitet wird, 
und gieichzeitig die Metallfolie 9 auf der anderen Oberfla- 
che des Substrats 1 unter Freilegung der Oberflache des 
Substrats 1 entfernt wird. 

Da bei der vorliegenden Ausfuhrungsform, wie vorste- 
hend beschrieben, die Platte la mit aufgebrachter Harz- 
schicht, welche auf beiden Oberflachen mit Metall beschich- 
tet ist, als Substrat 1 verwendet wird, besitzt das Substrat 1 
im Vergleich zu einem Fall, bei dem eine beschichtete Platte 
ohne Aufbringen der Metallfolien 9 auf ihre Oberflachen 
hergestellt wird. eine hohere Oberfiachenglattheit ebenso 
wie eine einheitlichere Dicke, wodurch die Herstellung ei- 
ner gedruckten Schaltungsplatte von hoher Qualitat- mog- 
lich wird. Zudem werden die Kontaktanschliisse 2 aus der 
zuvor auf das Substrat 1 aufgebrachten Metallfolie 9 herge- 
stellt, wodurch die Notwendig keit der Ausfuhrung eines 
hcrkommlich vcrwcndctcn komplizicrtcn Vorgangs umgan- 
gen wird, bei welchem nach dem Entfernen der zuvor auf 
beide Oberflachen des Substrats 1 aufgebrachten Metallfo- 
lien 9 vor der Bildung der Offnungen 3a und 4 die zur Bil- 
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dung der Kontaktanschliisse 2 verwendeie Metallfolie 9 er- 
neut an das Subsirat 1 angebracht wird. Dadurch wird die 
Moglichkeit einer Verlangerung des Herstellungsverfahrens 
so wie einer Erhdhung des Material verlustes ausgeschlossen. 
Weiterhin werden die Metallfolien 9 nicht unter Venven- 5 
dung eines Haftmittels an das Subsirat 1 gebunden, sondern 
direkt aufgrund der selbsthaftenden Wirkung des im Sub- 
strat 1 enthaltenen Harzes eng an das Substrat 1 angebracht, 
wodurch die aus einer derariigen Metallfolie 9 gebildeten 
Kontaktanschliisse 2 ebenfalls direkt und eng in Kontakt mit 10 
dem Substrat 1 gebracht werden, wodurch das bei einem 
Fall, bei welchem die Metallfolien 9 unter Verwendung ei- 
nes Haftmittels angebunden werden, entstehende Problem 
einer Beeintrachtigung der Kontaktanschliisse 2 hinsichtlich 
der Hitzebestandigkeit vennieden wird. Aufgrund dessen ist 15 
die Herstellung einer gedruckten Schaltungsplatte mit hoher 
Bestandigkeit gegen Hitze moglich. Da zudem die Verwen- 
dung cincs Haftmittels nicht notwcndig ist. kann die Dickc 
der gedruckten Schaltungsplatte verringert werden. 

Nachdem die Metallfolie 9 zur Konfiguration einer Schal- 20 
tung bearbeitet ist und dadurch die Kontaktanschliisse 2 auf 
einer Oberflache des Substrats 1 auf die vorstehend be- 
schriebene Weise ausgebildet sind, werden zwei oder mehr 
Stiicke einer Deckplattierschicht 10a jeweils auf den freige- 
legten Oberflachen der Kontaktanschliisse 2 auf eine in Fig. 25 
2(c) gezeigte Weise gebildet. Die Deckplattierschicht 10a 
kann durch Plattieren des entsprechenden Kontaktanschlus- 
ses 2 mit Ni und anschlieBendem weiteren Plattieren des so 
Ni-plattierten Kontaktanschlusses 2 mit glanzendem Au er- 
halten werden. 30 

AnschlieBend wird das Substrat 1 zur Ausbildung der 
Offnungen 3a und 4 darin bearbeitet. Die Bearbeitung oder 
Bildung der Offnungen 3a und 4 kann durch Aufbringen ei- 
nes optischen Strahls auf das Substrat 1, von dessen Oberfla- 
che die Metallfolie 9 entfemt worden ist, erreicht werden, 35 
wodurch der mit dem optischen Strahl behandelte Abschnitt 
des Substrats 1 entfemt wird. Somit konnen, wie in Fig. 2(d) 
gezeigt, die Offnungen 3a und 4 auf eine derartige Weise ge- 
bildet werden, daB die auf einer Oberflache des Substrats 1 
gebildeten Kontaktanschliisse 2 jeweils die Bodenoberfla- 40 
chen der Offnungen 3a und 4 bilden. Da der Durchmesser 
des optischen Strahlenbiindels verringert werden kann, kon- 
nen die Offnungen 3a und 4 unter Verwendung des kleineren 
Durchmessers des optischen Biindels bearbeitet werden und 
gleichzeitig auf eine derartige Weise bearbeitet werden, daB 45 
der Abstand zwischen ihnen auf einen kleinen Wert einge- 
stellt wird. Daher konnen die Offnungen 3a und 4 von gerin- 
ger GrdBe in dem Substrat 1 so ausgebildet werden, daB sie 
in hoher Dichte angeordnet sind, wodurch die gedruckte 
Schaltungsplatte kompakt gemacht werden kann. 50 

In diesem Fall kann als optischer Strahl ein CXVLaser 
verwendet werden. Da jedoch allein durch die Behandlung 
unter Verwendung des CO?-Lasers die Oberflache der Me- 
tallfolie 9 nicht vollstandig freigelegt werden kann, kann im 
letzten Schritt der Behandlung durch Bestrahlung mit einem 55 
Excimer-Laser anstatt des C0 2 -Lasers die Behandlung zur 
Entfemung von auf der Oberflache verbliebenen Staub in ei- 
nem perfekten MaB durchgefuhrt werden. Naturlich kann 
eine Behandlung unter Verwendung eines Excimer-Lasers 
von Beginn an durchgefuhrt werden, um dadurch die Off- 60 
nungen 3a und 4 zu bilden. Fiir eine schnelle Ausbildung der 
Offnungen 3a und 4 kann jedoch vorzugsweise zunachst der 
CO^-Laser verwendet werden. 

Nebenbei bemerkt, konnen anstelle des Schritts der Aus- 
bildung der Offnungen unter Verwendung cincs C0 2 -Lascrs 65 
ebenfalls andere verschiedene Schritte, wie ein mechani- 
scher Schritt unter Verwendung von Sandstrahlen oder Stan- 
zen und dergleichen, eingesetzt werden. 



In einem deranigen Fall diem die zur Befestigung elektri- 
scher Teile 5 verwendete Offnung 3a als spater beschriebe- 
ner Teileinbringungsabschnitt (Hohlraum) 3, und die zur 
Hindurchfiihrung eines Verbindungsdrahts verwendete Off- 
nung 4a dient als Verbindungsdrahtoffnung 4. Eine Vielzahl 
von Verbindungsdrahtoffnungen 4 ist derart ausgebildet, 
daB die Verbindungsdrahtoffnungen 4 den Teileinbringungs- 
abschnitt 3a umgeben. Die Offnungen 3a und 4 sind derart 
gebildet, daB die durch den Teileinbringungsabschnitt 3a 
und die Verbindungsdrahtoffnungen 4 definierte Liicke am 
peripheren Abschnitt dazwischen nicht groBer als der 
Durchmesser der Verbindungsdrahtoffnungen 4 ist. Als Er- 
gebnis besitet die Anordnung der Offnungen 3a und 4 eine 
hohe Dichte, wodurch die gedruckte Schaltungsplatte ver- 
kleinert wird. 

Da zudem der Teileinbringungsabschnitt 3 (Hohlraum), 
in welchen das elektronische Teil 5 eingebracht werden 
kann, als Offnung 3a auf dicsc Wcisc ausgebildet und zudem 
zur gleichen Zeit bearbeitet und ausgebildet wird, wenn die 
Verbindungsdrahtoffnungen 4 bearbeitet und ausgebildet 
werden, kann nicht nur die Zahl der Bearbeitungsvorgange 
verringert werden, sondern zudem, wenn das elektronische 
Teil 5 in den Teileinbringungsabschnitt 3 auf die vorstehend 
beschriebene Weise eingebracht wird, das elektronische Teil 
5 in der Offnung 3a aufbewahrt werden, wodurch das Her- 
ausragen des elektronischen Teils 5 auf der Oberflache des 
Substrats 1 verringert werden kann, wodurch wiederum die 
GroBe der gedruckten Schaltungsplatte fiir eine IC-Karte, in 
der das elektronische Teil 5 angebracht ist, verringert wer- 
den kann. 

Als vorstehend genannter optischer Strahl kann ein CO5- 
Laser verwendet werden. Der C02-Laser ist hinsichtlich sei- 
ner Strahlungsenergie leicht steuerbar, kann die Steuerung 
der Tiefen der Offnungen 3a und 4 bei deren Bearbeitung er- 
leichtern, kann leicht von einem isolierendem Material wie 
einem Epoxidharz oder dergleichen absorbiert werden und 
wirkt nur wenig auf die Metallfolien 9 wie Kupferfolien 
oder dergleichen ein. DaB heiBt, er durchdringt die Metallfo- 
lien 9 schlecht und verursacht kaum Risse darin. Aufgrund 
dieser Eigenschaften des COrLasers konnen unter Verwen- 
dung des C02-Lasers die Offnungen 3a und 4 bearbeitet 
werden, ohne daB sie viel Schaden dabei erleiden. Wenn bei- 
spielsweise der Strahl eines C02-Lasers mit einer Aus- 
gangsleistung von 1500 W, 300 mJ/Puls mit einer Energie- 
dichte von etwa 4 J/mrn 2 auf die zu bearbeitende Oberflache 
gestrahlt wird, konnen die Offnungen 3a und 4 bearbeitet 
werden. 

Wie vorstehend beschrieben wirkt der C02-Laser nur we- 
nig auf die Metallfolien 9 ein. Wenn es jedoch keine Aus- 
trittsmoglichkeiten gibt, besteht die Gefahr, daB durch den 
C0 2 -Laser die Metallfolien 9 beschadigt werden konnen. 
Angesichts dessen wird bei der in den Fig. 3(a) und (b) ge- 
zeigten Ausfuhrungsform, wie in Fig. 3(a) gezeigt, an dem 
Substratabschnitt, in dem die Offnungen 3a und 4 bearbeitet 
werden sollen, eine Hitzestrahlplatte 42 derart bereitgesteilt, 
daB sie mit der Oberflache der Metallfolie 9 in Kontakt stent, 
und wie in Fig. 3(b) gezeigt ein CXVLaser L auf das Sub- 
strat aufgebracht, um dadurch die Offnungen 3a und 4 zu 
bilden. Als Hitzestrahlplatte 42 kann eine extrem warmelei- 
tende Metallplatte und dergleichen verwendet werden. 
Durch die Verwendung einer derartigen Hitzestrahlplatte 
kann eine aufgrund der Anwendung des COrLasers L ent- 
stehende Hitze auf derartige Weise wie durch die Pfeile in 
Fig. 3(b) gezeigt abgestrahlt werden, wodurch die Hitzebe- 
schadigung der Metallfolie 9 verringert werden kann. 

Bei einer in den Fig. 4(a) und(b) gezeigten Ausfuhrungs- 
form wird ein Wasserkuhlungsrohr 44 verwendet, welches 
so aufgebaut ist, daB es in Zusammenarbeii mit einem damit 
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verbundenen Kuhlwasserzufuhrrohr 43 die Zirkulation von 
Kuhlwasser gestattet. Insbesondere ist das Wasserkiihlungs- 
rohr 44 an den Abschnitten des Substrats 1, in denen die 
Offnungen 3a und 4 bearbeiiei werden sollen, auf derartige 
Weise angeordnet, daB sich das Wasserkiihlungsrohr 44 in 5 
Kontakt mil der Oberflache der Metallfolie 9 befindet, und 
danach wird, wie in Fig. 9(b) gezeigt, ein C(>>-Laser L auf 
das Substrat 1 gerichtet, um dadurch die Offnungen 3a und 4 
zu bearbeiien oder auszubilden. GemaB der vorliegenden 
Ausfuhrungsform kann aufgrund der Anwendung des CCh~ N> 
Lasers L entstehende Hitze mittels des Wasserkuhlungs- 
rohrs 44 abgefuhrt werden. wodurch der Hitzeschaden der 
Metallfolien 9 verringert werden kann. 

Bei der Bearbeitung des Substrats 1 zur Bildung der Off- 
nungen 3a und 4 unter Verwendung der Strahlung des CO?- 15 
Lasers, wie vorstehend beschrieben, weist der Zentralab- 
schnitt des Strahlendurchmessers eine starke Energie auf, 
wcnn der Strahlcnmodus des Kohlcndioxids, wie in Fig. 
5(c) gezeigt, ein Einfachmodus ist, wodurch sich die Gefahr 
erhoht, daB sich in den Zentralabschnitten der Offnungen 3a 20 
und 4 die Hitze auf den Abschnitten der Metallfolien 9, wel- 
che sich auf den Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 
befinden, konzentrieren und somit diese Abschnitte bescha- 
digen kann. Angesichts dessen wird bei einer in den Fig. 
5(a) bis (c) gezeigten Ausfuhrungsform ein Strahlabschwa- 25 
chungsfilter 45 im Zentrum des optischen Strahlengangs des 
CO2- Lasers L angeordnet. Der Strahlenabschwachungsfilter 
45 kann aus synthetischem Quarz oder dergleichen mit ei- 
nem Lichttransmissionskoeffizienten von 70 bis 90% gebil- 
det sein. Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform ist ein 30 
Strahlenabschwachungsfilter 45 mil einem kleineren Durch- 
messer als der Strahiendurchmesser des (XVLasers L, wie 
in den Fig. 5(a) und (b) gezeigt, durch eine Vielzahl von Me- 
talldrahten 46 derart befestigt, daB er im Zentrum des opti- 
schen Strahlengangs des C02-Lasers L angeordnet ist (in 3S 
Fig. 5(b) ist der Strahlenbereich des C02-Lasers L durch 
eine gepunktete Linie dargestellt). Das bedeutet, daB bei An- 
wendung des CC>2-Lasers L zur Bearbeitung des Substrats 1 
unter Bildung der Offnungen 3a und 4 und gleichzeitiger 
Anordnung des Strahlenabschwachungsfilters 45 im Zen- 40 
trum des optischen Strahlengangs des C02-Lasers L die 
starke Energie des zentralen Teils des Strahlendurchmessers 
abgeschwacht werden kann, wodurch es moglich wird, die 
Hitze vor dem Auftreffen auf die Abschnitte der Metallfolie 
9 zuriickzuhalten, welche in den Zentralabschnitten der Off- 45 
nungen 3a und 4 angeordnet sind, wodurch eine Beschadi- 
gung der Metallfolie 9 aufgrund einer derartigen Hitzekon- 
zentration verhindert werden kann. 

Als die beiden Seiten des Substrats 1 iiberlagerten Metall- 
folien 9 wird vorzugsweise eine Metallfolie verwendet, de- 50 
ren in Beriihrung mit dem Substrat 1 tretende Kontaktober- 
flache oxidationsbehandelt ist. Insbesondere wenn die Ober- 
flache der Metallfolie 9, wie einer Kupferfolie oder derglei- 
chen, oxidationsbehandelt wird, kann die Oberflache der 
Metallfolie 9 nicht nur dunkel gefarbt, sondern auch aufge- 55 
rauht werden. Daher ist die Oberflache des in engen Kontakt 
mit dem Substrat 1 befindlichen Kontaktanschlusses 2, der 
aus einer derartigen oxidationsbehandelten Metallfolie 9 ge- 
bildet ist, gefarbt und aufgerauht. 

Daher wird bei einer derartigen Einwirkung des CO?-La- 60 
sers L auf das Substrat 1, wie in Fig. 6 gezeigt, zur Bearbei- 
tung oder Ausbildung der Offnungen 3a und 4 die Reflexion 
des CO^Lasers L auf der Oberflache des Kontaktanschlus- 
ses 2 verringert, wodurch die Ternperaturen der in der Nahe 
der Kontaktanschlusse 2 angcordnctcn Abschnitte des Sub- 65 
strats 1 erhoht werden konnen, wodurch sich die Moglich- 
keit verringern kann, daB ein nicht durch den CC^-Laser L 
entferntes Harz in den Bodenabschnitten der Offnungen 3a 
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und 4 zuruckbleiben kann. 

Neben der Metallfolie 9, deren in engem Kontakt mit dem 
Substrat 1 befindliche Oberflache oxidationsbehandelt ist, 
kann auch ein anderer Typ von Metallfolien 9 verwendet 
werden, dessen in engem Kontakt mit dem Substrat 1 be- 
findliche Oberflache aufgerauht ist. Die Aufrauhbehandlung 
kann beispiels weise durch Verwendung einer waBrigen Atz- 
iosung aus 2% Kupferchlorid und 1% Salzsaure bei einer 
Temperatur von 30°C und Eintauchen der Metallfolie 9 in 
die waBrige Atzlosung fur 30 Minuten erreicht werden. Das 
bedeutet im Fall des Kontaktanschlusses 2, der aus der so 
behandelten Metallfolie 9 gebildet ist, daB dessen in engem 
Kontakt mit dem Substrat 1 befindliche Oberflache aufge- 
rauht ist. Entsprechend zum vorstehenden Fall ist bei der 
Einwirkung des CO^-Lasers L auf das Substrat 1 zur Bear- 
beitung desselben und Ausbildung der Offnungen 3a und 4 
darin die Reflexion des C02-Lasers L auf der Oberflache des 
Kontaktanschlusses 2 gcring, wodurch die Ternperaturen 
der in der Nahe der Kontaktanschlusse 2 angeordneten Ab- 
schnitte des Substrats 1 erhoht werden, was zu einer Verrin- 
gerung der Moglichkeit ftihren kann, daB durch den CO?- 
Laser L nicht entferntes Harz in den Bodenabschnitten der 
Offnungen 3a und 4 zuruckbleiben kann, 

Wenn, wie vorstehend beschrieben, die Offnungen 3a und 
4 mittels einer Beslrahlung durch einen optischen Slrahl ge- 
bildet werden, besteht die Gefahr, daB die Harzschicht in 
den Offnungen 3a und 4 zuruckbleiben kann. Insbesondere 
wenn der CO?-Laser L als optischer Strahl verwendet wird, 
verbleibt eine Harzschicht mit einer Dicke in der GroBen- 
ordnung von 1 um aufgrund des Einflusses der Laserwellen- 
lange leicht zuriick. Angesichts dessen werden nach der Be- 
arbeitung des Substrats 1 durch Bestrahlung mit dem opti- 
schen Strahl unter Bildung der Offnungen 3a und 4, welche 
jeweils aus den Kontaktanschliissen 2 gebildete Bodenober- 
flachen einschlieBen, die Seitenoberflachen und Bodenab- 
schnitte der Offnungen 3a und 3 gewaschen, um dadurch 
nicht nur das auf den Oberflachen der Kontaktanschlusse 2, 
welche die Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 bil- 
den, sondern auch das auf den Seitenoberflachen der Off- 
nungen 3a und 4 ebenso wie in der Peripherie der Offnungen 
3a und 4 verbliebene Harz zu entfernen. Dadurch kann die 
Verbindungszuverlassigkeit erhoht werden, wenn wie spater 
diskutiert die Verbindungsdrahte 6 mit den Kontaktan- 
schliissen 2 durch die Offnungen 4 verbunden werden, und 
gleichzeitig kann die Einbringzuverlassigkeit erhoht wer- 
den, wenn das elektronische Teil in die als Teileinbringungs- 
abschnitt 3 verwendete Offnung 3a eingebracht wird. 

Das vorstehend genannte Waschen zur Entfernung des 
verbliebenen Harzes auf den Seitenoberflachen und Boden- 
oberflachen der Offnungen 3a und 4 kann durch Behandlung 
der Offnungen 3a und 4 mit einer Kaliumpermanganat-L6- 
sung erreicht werden. Insbesondere kann zur Durchfuhrung 
des Waschvorgangs das Substrat 1 mit den darin gebildeten 
Offnungen 3a und 4, wie in Fig. 7 gezeigt, in einen Eimer 20 
oder dergleichen gebracht und anschlieBend in eine Kalium- 
permanganat-Losung 21 eingetaucht werden. welche in ei- 
nem BehandlungsgefaB 19 aufbewahrt wird. Beispielsweise 
wird zunachst das Substrat 1 in die MLB 211-Losung, wel- 
che von Sipray Inc. hergestellt und auf eine Temperatur von 
80°C eingestellt ist, fiir fiinf Minuten eingetaucht und da- 
durch aufgequollen. Danach wird das Substrat 1 in eine Ka- 
liumpermanganat enthaitende Losung eingetaucht, insbe- 
sondere die ebenfalls von Sipray Inc. hergestellte MLB 213- 
Lbsung, und auf eine Temperatur von 80°C fur 5 Minuten 
crhitzt und dadurch oxidicrt und zcrsctzt. Nach Waschen mit 
Wasser wird das Substrat I anschlieBend in eine 10%-Sulfat- 
losung fiir 5 Minuten eingetaucht, um dadurch den Behand- 
lungsruckstand zu neutralisieren. Danach wird in einem 
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weiteren Waschvorgang fur das Subsirat 1 das Substrat 1 niit 
einer Kaliumpermanganat-Losung behandelt. 

Auch das Verfahren zur Entfernung des auf den Seiten- 
und Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 verbliebenen 
Harzes kann durch Bestrahlung der Offnungen 3a und 4 mil 5 
einem Excimer-Laser auf durchgefuhrt werden. Beispiels- 
weise kann das Waschen, wie in Fig. 8 gezeigu durch Rich- 
ten eines Excinier-Lasers E auf die Offnungen 3a und 4 un- 
ter den folgenden Bedingungen durchgefuhrl werden: eine 
Bearbeirungsenergiedichte von 3,0 mJ/cm 2 /Puls, eine Wie- 10 
derholfrequenz von 100 Hz und 10 SchUsse. Bei diesem 
Verfahren zuin Waschen der Seitenoberflachen und Boden- 
abschnitte der Offnungen 3a und 4 unter Bestrahlung mit ei- 
nem Excimer-Laser konnen durch Auswahl der mit dem Ex- 
cimer-Laser zu bestrahlenden Abschnitte die Abschnitte, 15 
weiche dem Verfahren unterworfen werden sollen, beliebig 
ausgewahlt werden. 

Das Rcflcxionsvcrmogcn dcs Excimcr-Lascrs beziiglich 
der Metallfolie 9, wie einer Kupferfolie, liegt im allgemei- 
nen im Bereich von 20 bis 30%, und wenn der Excimer-La- 20 
ser von der Metallfolie 9 auf den Bodenoberflachen der Off- 
nungen 3a und 4 reflektiert wird, verringert sich die Effi- 
zienz der Entfernung des Harzes. Deshalb werden, wie in 
Fig. 9 gezeigt, reflektierende Platten 41 in den Peripherien 
der mit dem Excimer-Laser E zu bestrahlenden Abschnitte 25 
angeordnet; das bedeutet, daB der von der Metallfolie 9 re- 
flektierte Excimer-Laser E von den reflekuerenden Platten 
41 reflektiert wird, wodurch die emeute Einwirkung des Ex- 
cimer-Lasers auf die Offnungen 3a und 4 und somit eine 
Steigerung der Entfernungseffizienz von verbliebenem Aus- 30 
schuB moglich wird. Zudem kann durch eine derartige An- 
ordnung der reflektierenden Platten 41, daB sie mit dem Ex- 
cimer-Laser E zu bestrahlenden Abschnitte umgeben, ein 
Austritt des Excinier-Lasers eingeschrankt und somit die Si- 
cherheit erhoht werden. 35 

Wenn hierbei als Metallfolie (Kupferfolie) 9 eine Metall- 
folie verwendet wird, weiche eine in engem Kontakt mit 
dem Substrat 1 befindliche aufgerauhte Oberflache ein- 
schlieBt, liegt die aufgerauhte Oberflache des aus der Me- 
tallfolie 9 gebildeten Kontaktanschlusses den Bodenoberfla- 40 
chen der Offnungen 3a und 4 gegenuber, wodurch sich die 
Gefahr einer Verringerung der Verbindungszuverlassigkeit 
bei Verbindung und AnschluB des Verbindungsdrahtes 6 an 
den KontaktanschluB 2 durch die Offnung 4 erhoht. Da an- 
dererseits der Excimer-Laser bei kurzer Wellenlange im Ul- 45 
traviolett-Bereich arbeitet, stellt er nicht nur beziiglich des 
Harzes, sondem auch des Me talis, wie Kupfen einen hohen 
Absorptionsfaktor zur Verfugung. Daher kann bei der 
Durchfuhrung des Waschvorgangs zur Entfernung des ver- 
bliebenen Ausschusses innerhalb der Offnungen 3a und 4 50 
mittels Bestrahlung der Offnungen 3a und 4 mit dem Exci- 
mer-Lasers, wie im vorstehend genannten Fall, gleichzeitig 
mit der Entfernung des verbliebenen Ausschusses die ex- 
treme Oberflachenschicht (mit einer Dicke in der GroBen- 
ordnung von 1 um) der Metallfolie 9 jeder der Bodenober- 55 
flachen der Offnungen 3a und 4 geschmolzen werden, wo- 
durch die aufgerauhte Oberflache der Metallfolie 9 jeder der 
Offnungen 3a und 4 geglattet werden kann, Zudem kann zu- 
satzlich zur Glattung der aufgerauhten Oberflache der Me- 
tallfolie 9 die Oberflache der Metallfolie 9 gereinigt werden. 60 
Da zudem der Excimer-Laser nicht nur bei kurzer Wellen- 
lange arbeitet, sondern auch auf eine Bearbeitungsrate in der 
GroBenordnung von um gesteuert werden kann, kann durch 
die Verwendung des Excimer-Lasers eine mogliche Bescha- 
digung der Mctallfolicn 9 verringert werden. DaB hciBt, die 65 
Moglichkeit der Verursachung eines Durchgangsloches oder 
eines Risses in der Metallfolie 9 kann verringert werden. 
Bei der Durchfuhrung nicht nur der Entfernung des ver- 



bliebenen Harzes in den Offnungen 3a und 4, sondem auch 
der Glattung und Reinigung der Metallfolie 9 auf den Bo- 
denoberflachen der Offnungen 3a und 4 mittels Bestrahlung 
mil den» Excimer-T^ser, wie im vorstehenden Fall, konnen 
die Excimer-Laser-Bestxahlungsbedingungen vorzugsweise 
aus dem Bereich von 3 bis 10 J/cm 2 und 10 bis 30 Schussen 
eingestellt werden. Wenn die Energie der Excimer-Laserbe- 
strahlung unterhalb dieses Bereichs liegt, also dessen Starke 
weniger als 3 J/cm 2 und die Zahl der Schusse weniger als 10 
betragt, kann die Glattung und Reinigung der Metallfolie 9 
auf den Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 nicht be- 
friedigend erreicht werden; und wenn andererseits die Ener- 
gie der Excimer-Laserbestrahlung iiber diesem Bereich 
liegt, also dessen Starke weniger als 10 J/cm 2 und die An- 
zahl der Schusse mehr als 30 betragt, kann die Glattung der 
Metallfolie 9 erreicht werden, aber es besteht die Gefahr, 
daB aufgrund des Einflusses der Schockwellen eines derarti- 
gen Hochcncrgic-Excimcr-Lascrs ncuc uncbene Abschnitte 
in den Metallfolien 9 ausgebildet werden konnen. 

Auch bei der Durchfuhrung nicht nur der Entfernung des 
verbliebenen Harzes in den Offnungen 3a und 4, sondem 
auch der Glattung und Reinigung der Metallfolien 9 auf den 
Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 mittels Bestrah- 
lung mit dem Excimer-Laser, wie im vorstehenden Fall, 
kann der Excimer-Laser vorzugsweise unter Aufzeichnung 
des reflektierten Lichts des Excimer-Lasers eingesetzt wer- 
den. Die Aufzeichnung des reflektierten Lichts des Excimer- 
Lasers kann durch Verwendung eines EnergiemeBgerates 58 
erreicht werden. Wie in Fig. 10 gezeigt ist das EnergiemeB- 
gerat 58 in Nachbarschaft zum Strahlenabschnitt des Exci- 
mer-Lasers E angeordnet und vorzugsweise kann das Ener- 
giemeBgerat 58 an einer derartigen Position angeordnet wer- 
den. an der sich das reflektierte Licht nicht in den Schatten 
der Wandoberflachen der Offnungen 3a und 4 befindet; und 
zudem kann das EnergiemeBgerat 58 vorzugsweise an einer 
derartigen Position angeordnet werden, die beziiglich zur 
Oberflache im rechten Winkel zur Bestrahlungsoberflache 
des Excimer-Lasers E einen groBen Winkel aufweist. Im 
friihen Stadium der Bestrahlung mit dem Excimer-Laser ist, 
da an den Oberflachen der Metallfolien 9 an den Bodenober- 
flachen der Offnungen 3a und 4 immer noch unebene Ab- 
schnitte vorhanden sind, die Diffusionsreflexion des Exci- 
mer-Lasers groB und somit die Menge an in das Energie- 
meBgerat 58 eingehenden reflektiertem Licht hoch. Wenn 
jedoch die Bestrahlung mit dem Excimer-Laser kontinuier- 
lich durchgefuhrt wird, werden die Oberflachen der Metall- 
folien 9 auf den Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 
aufgrund der geschmolzenen Oberflachenschichten der Me- 
tallfolien 9 geglattet, so daB die Diffusionsreflexion des Ex- 
cimer-Lasers verringert und somit die Menge an in das 
EnergiemeBgerat 58 eingehendem Licht verringert wird. 
DaB heiBt, wenn die Bestrahlung mit dem Excimer-Laser 
unter Uberwachung des reflektierten Lichts des Excimer- 
Lasers durch das EnergiemeBgerat 58 durchgefuhrt wird, 
kann nicht nur der Grad der Glattheit der Oberflachen der 
Metallfolien 9 auf den Bodenoberflachen der Offnungen 3a 
und 4 gesteuert werden, sondern konnen auch die Verande- 
rungen des Grades der Glattheit der Oberflachen der Metall- 
folien 9 auf den Bodenoberflachen 3a und 4 verringert wer- 
den. 

Wenn nicht nur das verbliebene Harz in den Offnungen 3a 
und 4 entfemt, sondem auch die Metallfolien 9 auf den Bo- 
denoberflachen der Offnungen 3a und 4 geglattet und gerei- 
nigt werden, kann vorzugsweise auch ein Kurzpuls-Infrarot- 
lascr verwendet werden. Da cin Laser im allgcmcincn Infra- 
rotbereich mit einer Pulsbreite in der GroBenordnung von ps 
einen groBen Absorptionskoeffizienten beziiglich der Me- 
tallfolien 9, wie einer Kupferfolie, bei der thermischen Be- 
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arbeitung zeigt. wird selbsi bei Ausrichtung des deranigen 
Lasers auf die Oberflache der Metallfolie 9 dessen Laser- 
strahl groBtenteils reflektiert und die verbiiebenen Teile des 
Laserstrahls eben falls innerbalb der Metallfolie 9 therm isch 
diffundiert, wodurch die Glattung der Oberflache der Me- 5 
tallfoiie 9 erschwert wird. Wenn andererseits ein Kurzpuls- 
Infrarotlaser im Infrarotbereich, aber mit einer Pulsbreite 
von 10" 15 bis l(T i2 (daB heiBt 1 bis 1000 femto-)s verwendet 
wird, stellt der Laser nicht nur eine hohe Spitzenenergie zur 
Verfugung, sondern andert sich auch der Arbeitszustand von 10 
thermischer Bearbeitung zur Abriebbearbeitung, wodurch 
eine Bearbeitung der Metallfolie 9, wie einer Kupferfolie, 
moglich wird und dadurch die Metallfolien 9 auf den Bo- 
denoberflachen der Offnungen 3a und 4 geglattet und gerei- 
nigt werden konnen. Als Bestrahlungsbedingungen des 15 
Kurzpuls-Infrarotlasers konnen vorzugsweise 10 bis 50 
J/cm" und 10 bis 50 Schusse und eine Pulsbreite vorzugs- 
weise in der GroBcnordnung von 10 bis 50 fs ausgcwahlt 
werden. 

Das Waschen zur Entfemung des verbiiebenen Harzes auf 20 
den Seitenoberflachen der Offnungen 3a und 4 ebenso wie 
auf den Bodenabschnitten der Offnungen 3a und 4 kann 
ebenfalls durch Behandlung der Offnungen 3a und 4 mit 
Plasma erreicht werden. Beispielsweise wird nach Evakuie- 
rung eines Vakuumbehalters 22 auf 0,0001 Torr ein aus Ar- 25 
Gas (Stromungsgeschwindigkeit: 50 cm 3 /min) und Sauer- 
stoffgas (Stromungsgeschwindigkeit: 50 cmVmin) beste- 
hendes Gasgemisch in den Vakuumbehalter 22 eingeleitet 
oder nach Bedarf CF 4 (Stromungsgeschwindigkeit: 50 
cm 3 /min) zusatziich in den Vakuumbehalter 22 eingeleitet, 30 
wodurch der Druck des Innenteils des Vakuumbehalters 22 
auf 0,1 Torr eingestellt wird. Danach wird das Substrat 1 mit 
den darin gebildeten Offnungen 3a und 4 in den Vakuumbe- 
halter 22 auf die in Fig, 11 gezeigte Weise gegeben und fur 
einige Minuten eine Plasmaanwendungsleistung von 60 W 35 
(mit einer Hochfrequenz von 13,56 MHz) zur Erzeugung 
von Plasma 23 angelegt, so daB die Seitenoberflachen und 
Bodenabschnitte der Offnungen 3a und 4 mit dem so er- 
zeugten Plasma gewaschen werden konnen. 

Weiterhin kann das Waschen zur Entfemung des verblie- 40 
benen Harzes auf den Seitenoberflachen der Offnungen 3a 
und 4 ebenso wie auf den Bodenabschnitten der Offnungen 
3a und 4 auch durch Sandstrahlen der Offnungen 3a und 4 
erreicht werden. Beispielsweise wird Alurniniumoxidpulver 
mit einem Teilchendurchmesser von 5 um als Abriebmittel 45 
24 verwendet, und die Abriebmittel 24 werden auf das Sub- 
strat 1 von der Seite, auf der sich die Offnungen der Offnun- 
gen 3a und 4 befinden, fur mehrere Minuten bei einem Luft- 
druck von 5 kg/cm 2 mittels einer Sandstrahlvorrichtung ge- 
geben, wie in Fig. 12 gezeigt, wodurch die Sandstrahlbe- 50 
handlung der Offnungen 3a und 4 erreicht wird. Da das 
Sandstrahlen eine anisotrope Bearbeitung darstellt, bei der 
nur die Oberflachen der mit den Abriebmitteln 24 kollidie- 
renden Offnungen 3a und 4 behandelt oder sandgestrahlt 
werden, kann das Harz der inneren peripheren Oberflachen 55 
der Offnungen 3a und 4 vor Schaden bewahrt werden. 

Durch die vorstehend beschriebenen Schritte wird die er- 
findungsgemafie gedruckte Schaitungsplatte A hergestellt. 
Die elektrischen Teile 5, wie ein IC oder dergleichen, wer- 
den in die als Teiieinbringungsabschnitt dienende Offnung 60 
3a eingebracht und an dem KontaktanschluB 2 befestigt (als 
Ergebnis besitzt der KontaktanschluB eine Haltefunktion fur 
die elektrischen Teile 5). Danach werden die elektrischen 
Teile 5 und der KontaktanschluB 2 durch das Verbindungs- 
draht 6 durch die Vcrbindungsdrahtoffnung 4 verbunden. 65 
AnschlieBend wird, wie in Fig. 1(a) gezeigt, das Versiege- 
lungsharz 7 aufgegossen, um das IC-Kartenmodul herzu- 
stellen. Bei dieser Ausfuhrungsforrn sind die Offnungen 3a 
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fur den Teiieinbringungsabschnitt 3a im Substrat 1 gebildet. 
Es ist moglich, daB die Oberflache des Substrats 1 als Tei- 
laufbringungsabschnitt 3 dient, so daB die elektrischen 
Teile, wie in Fig. 1 (b) gezeigt, anstatt in der Offnung 3a dar- 
auf befestigt werden. 

Nebenbei bernerkt ist in Fig. 13(a) ein Zustand gezeigt, 
bei dem das Substrat 1 unter Verwendung eines C02-Lasers 
als optischer Strahl und unter den Bedingungen einer Bear- 
beitungsenergie von 16,7 rruTP, einem Oszillauonsstrom- 
wert von 13,0 A, einer Pulsbreite von 16 us und 3 Schiissen 
zur Ausbildung der Offnungen 3a und 4 des Substrats 1 be- 
arbeitel wird, wobei das Harz 67 in den Bodenabschnitten 
der Offnungen 3a und 4 zuruckbleibt. Hierbei ist das Sub- 
strat 1 aus einer Glasplatte la mit aufgebrachter Epoxid- 
schicht mit einer Dicke von 70 um gebildet, wahrend die 
Metallfolie 9 aus einer Kupferfolie mit einer Dicke von 18 
um gebildet ist. In Fig. 14(a) ist ein mittels eines Rasterelek- 
tronenmikroskopes (SEM) aufgenommencs Bild gezeigt, 
bei welchem die in Fig. 13(a) gezeigten Offnungen 3a und 4 
fotografiert sind, und in Fig, 14(b) ist ein wei teres SEM-Bild. 
gezeigt, bei welchem die Offnungen 3a und 4 auf weiter ver- 
groBerte Weise fotografiert sind. In Fig. 13(b) ist ein Zu- 
stand gezeigt, bei welchem das auf den Bodenoberflachen 
der Offnungen 3a und 4 verbliebene Harz 67 durch Bestrah- 
len der Offnungen 3a und 4 mil dem Excimer-Laser enlfemt 
ist, wahrend Fig. 15(a) ein SEM-Bild darstellt, bei welchem 
die Bodenoberflachen der laserbestrahlten Offnungen 3a 
und 4 fotografiert sind. In Fig. 13(c) ist ein Zustand gezeigt, 
bei welchem die Oberflache der Metallfolie 9 auf jeder der 
Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 durch Waschen 
der Offnungen 3a und 4 mit Salzsaure geglattet ist, wahrend 
Fig. 15(b) ein SEM-Bild darstellt, bei welchem die Boden- 
oberflachen der mit Saure gewaschenen Offnungen 3a und 4 
fotografiert sind. In Fig. 13(d) ist ein Zustand gezeigt, bei 
welchem die Oberflache der Metallfolie 9 jeder der Boden- 
oberflachen der Offnungen 3a und 4 mit einer Deckplattier- 
schicht 10b, welche aus einer Kombination einer Ni-Plattie- 
rung mit einer Dicke von 1 um und einer Au-Plattierung mit 
einer Dicke von 0,3 um besteht, versehen ist, wahrend Fig. 
15(c) ein SEM-Bild darstellt, bei welchem die Bodenober- 
flachen der derart oberflachenplattierten Offnungen 3a und 4 
fotografiert sind. Wte aus den in den Fig. 15(a) bis (c) ge- 
zeigten SEM-Bildern ersichtlich ist, kann bestatigt werden, 
daB das verbliebene Harz 67 auf den Bodenoberflachen der 
Offnungen 3a und 4 durch Bestrahiung mit dem Excimer- 
Laser entfemt werden kann, und aufgrund des Waschens mit 
Saure nicht nur die Oberflachen der Metallfolien 9 auf den 
Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 geglattet, son- 
dern auch der Zustand der Deckplattierschicht 10b verbes- 
sert werden kann. 

Auch die Fig, 16 und 17 sind jeweils SEM-Bilder, bei 
welchen die Oberflachenzustande der Metallfolien 9 auf den 
Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 fotografiert sind, 
wobei die Offnungen 3a und 4 des Substrats 1 mit einem Ex- 
cimer-Laser auf die in Fig. 8 gezeigte Weise unter Anderung 
der Excimer-Laserstrahlungsbedingungen bestrahlt wurden. 
Insbesondere zeigen die Bilder auf der linken Seite von Fig. 
16 jeweils die Oberflachenzustande der Metallfolie 9 bei 
Bestrahiung mit dem Excimer-Laser mit 5 Schiissen unter 
den Bedingungen von 1,1 J/cm 2 , 1,8 J/cm 2 , 2,5 J/cm 2 , 3,2 
J/cm 2 , 3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 und 5,3 J/cm 2 in abnehmender 
Reihenfolge; wahrend die Bilder auf der rechten Seite von 
Fig. 16 jeweils die Oberflachenzustande der Metallfolie 9 
bei Bestrahiung mit dem Excimer-Laser mit 10 Schiissen 
unter den Bedingungen von 1,1 J/cm 2 , 1,8 J/cm 2 , 2,5 J/cm 2 , 
3,2 J/cm 2 , 3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 und 5,3 J/cm 2 in abnehmen- 
der Reihenfolge darstellen. Zudem zeigen die Bilder auf der 
linken Seite von Fig. 17 jeweils die Oberflachenzustande 
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der Metallfolie 9 bei Bestrahlung mil dem Excimer-Laser 
mil 15 Schussen unter den Bedingungen von 1,1 J/cm 2 , 1,8 
J/cnr, 2,5 J/cm 2 , 3,2 J/cm 2 , 3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 und 5,3 
J/cnr in ahnehmender Reihenfolge; wahrend die Bilder auf 
der rechten Seite von Fig. 17 jeweils die Oberflachenzu- 5 
stande der Metallfolie 9 bei Bestrahlung mit dem Excimer- 
Laser mit 20 Schussen unter den Bedingungen von 1.1 
J/cm 2 , 1,8 J/cnr, 2,5 J/cm 2 , 3,2 J/cm 2 , 3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 
und 5,3 J/cm 2 in abnehmender Reihenfolge darstellen. 

Weiterhin sind die Fig. 18 und 19 jeweils SEM-Bilder, bei to 
denen die Zustande des Abschnitts der Metallfolie 9 auf je- 
der der Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 fotogra- 
fiert sind, wobei die Offnungen 3a und 4 des Substrats 1 mit 
einem Excimer-Laser auf die in Fig. 8 gezeigte Weise unter 
Anderung der Excimer-Laserstrahlungsbedingungen be- 15 
strahlt wurden, und danach die Oberflache der Metallfolie 9 
auf jeder der Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 mil 
der aus cincr Ni-Piatticrung und cincr Au-Platticrung beste- 
henden Deckplattierschicht 10b versehen wurde. Insbeson- 
dere zeigen die Bilder auf der linken Seite von Fig. 18 je- 20 
weils die Zustande des Abschnitts der Metallfolie 9 bei Be- 
strahlung mit dem Excimer-Laser mit 5 Schussen unter den 
Bedingungen von 1,1 J/cm 2 , 1,8 J/cm 2 , 2,5 J/cm 2 , 3,2 J/cm 2 , 
3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 und 5,3 J/cm 2 in abnehmender Reihen- 
folge; wahrend die Bilder auf der rechten Seite von Fig. 18 25 
jeweils die Zustande des Abschnitts der Metallfolie 9 bei 
Bestrahlung mit dem Excimer-Laser mit 10 Schussen unter 
den Bedingungen von 1,1 J/cm 2 , 1,8 J/cm 2 , 2,5 J/cm 2 , 3,2 
J/cm 2 , 3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 und 5,3 J/cm 2 in abnehmender 
Reihenfolge darstellen. Die Bilder auf der linken Seite in 30 
Fig. 19 zeigen jeweils die Zustande des Abschnitts der Me- 
tallfolie 9 bei Bestrahlung mit dem Excimer-Laser mit 15 
Schussen unter den Bedingungen von 1,1 J/cm 2 , 1,8 J/cm 2 , 
2,5 J/cm 2 , 3,2 J/cm 2 , 3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 und 5,3 J/cm 2 in 
abnehmender Reihenfolge; wahrend die Bilder auf der rech- 35 
ten Seite in Fig. 19 jeweils die Zustande des Abschnitts der 
Metallfolie 9 bei Bestrahlung mit dem Excimer-Laser mit 20 
Schussen unter den Bedingungen von 1,1 J/cm 2 , 1,8 J/cm 2 , 
2,5 J/cm 2 , 3,2 J/cm 2 , 3,9 J/cm 2 , 4,6 J/cm 2 und 5,3 J/cm 2 in 
abnehmender Reihenfolge darstellen. 40 

Wie aus den Fig. 16, 17, 18 und 19 ersichtlich ist, kann 
bestatigt werden, dafi durch Bestrahlung mit dem Excimer- 
Laser unter den Bedingungen von 3 bis 10 J/cm 2 und 10 bis 
30 Schussen das verbliebene Harz in den Offnungen 3a und 
4 entfernt werden kann, die Oberflachen der Metallfolien 9 45 
auf den Bodenoberflachen der Offnungen 3a und 4 geglattet 
werden konnen und der Zustand der Deckplattierschicht 10b 
verbessert werden kann. 

In der in Fig. 2 gezeigten vorstehend beschriebenen Aus- 
fuhrungsform wird nach Bearbeitung der Metallfolie 9 auf 50 
einer Oberflache des Substrats 1 zur Konfiguration einer 
Schaltung unter Bildung der Kontaktanschliisse 2 darin 
gleichzeitig die auf der anderen Oberflache des Substrats 1 
befindliche Metallfolie 9 durch Atzen entfernt, und werden 
in der Oberflache des Substrats 1, von der die Metallfolie 9 55 
durch Atzen entfernt wurde, die Offnungen 3a und 4 gebil- 
det. Auf der anderen Seite wird bei einer in den Fig. 20(a) 
bis (c) dargestellten Ausfuhrungsform, wie in Fig. 20(a) ge- 
zeigt, ein Substrat 1 verwendet. dessen beide Oberflachen 
mit Metallfolien 9 beschichtet sind; Atzresists werden an 60 
den beiden Metallfolien 9 jeweils gebunden, die beiden Me- 
tallfolien 9 werden anschlieBend belichtet und entwickelt 
und danach jeweils geatzt' wobei, wie in Fig. 20(b) gezeigt, 
die Metallfolie 9 auf einer Oberflache des Substrats 1 zur 
Konfiguration cincr Schaltung und Bildung von Kontaktan- 65 
schlussen 2 darin bearbeitet wird und gleichzeitig in der auf 
der anderen Oberrlache des Substrats 1 aufgetragenen Me- 
tallfolie 9 durch das Atzen Offnungen 14 gebildet werden. 



Die Offnungen 14 werden derart an den Positionen gebildet, 
an denen die Offnungen 3a und 4 im Substrat 1 gebildet wer- 
den sollen, daB die Offnungen 14 jeweils einen Offnungs- 
durchmesser besitzen, welcher dem Durchmesser der Off- 
nungen 3a und 4 entspricht. Durch Bestrahlung des auf- 
grund der derart ausgebildeten Offnungen 14 freigelegten 
Substrats 1 mit einem (XVLaser konnen, wie in Fig. 20(c) 
gezeigt, die Offnungen 3a und 4 im Substrat 1 gebildet wer- 
den. 

Hierbei wird als CO^-Laser ein C02-Laser L verwendet, 
dessen Strahlenbundel einen Durchmesser D 2 besitzt, wel- 
cher groBer als der Durchmesser D| der Offnungen 3a und 4 
ist (der Durchmesser der Offnung 14 ist ebenfalls D|). Wie 
in Fig. 21 gezeigU werden selbst bei Bestrahlung mit einem 
CO?- Laser L, dessen Strahlenbundel einen Durchmesser T>2 
besitzt, der groBer als der Durchmesser D { der Offnungen 3a 
und 4 ist, die peripheren Abschnitte des CX>2-Lasers L blok- 
kicrt, da die Metallfolien 9 als Maskcn dicnen und somit nur 
der C0 2 -Laser L, der durch die Offnungen 14 fallt. auf das 
Substrat 1 gestrahlt wird, wodurch die Offnungen 3a und 4 
derart gebildet werden konnen, daB sie den gleichen Durch- 
messer wie der Durchmesser D 2 der Offnungen 14 haben. 
Daher konnen gemaB der vorliegenden Ausfuhrungsform 
unter Ausschaltung nicht nur der Notwendigkeit, als CO?- 
Laser L einen COrLaser L mit dem gleichen Strahlenbun- 
deldurchmesser wie dem Durchmesser der Offnungen 3a 
und 4 zu verwenden, sondern auch der Notwendigkeit. die 
Strahlungsposition des CXVLasers L genau einzustellen, 
die Hochprazisionsoffnungen 3a und 4 an den Positionen 
der in der Metallfolie 9 gebildeten Offnungen 14 mit glei- 
chem Durchmesser wie die Offnungen 14 gebildet werden. 

Bei der vorstehend genannten Ausfuhrungsform wird als 
optischer Strahl ein Hochfrequenz-YAG-Laser verwendet. 
Bei der Verwendung des hochfrequenten YAG-Lasers wird 
die Isolierschicht des Substrats 1 unter Bildung der Offnun- 
gen 3a und 4 sowie der in den Offnungen 3a und 4 abgela- 
gerte RestausschuB eliminiert sowie die Oberflache der Me- 
tallfolie 9 an den Boden der Offnungen 3a und 4 gleichzeitig 
geglattet. Insbesondere bei der dritten harmonischen Welle 
des Hochfrequenz-YAG (Frequenz bei 355 nm) ist die Ab- 
sorptionsfahigkeit der Isolationsschicht des Substrats 1 oder 
der Kupferfolie der Metallfolie 9 hervorragend und die Os- 
zillationskraft relativ hoch, so daB sie fur die erfindungsge- 
maBe Behandlung geeignet ist. Weiterhin ist der Strahl gut 
konzentriert, so daB er fur die Behandlung bei kleinem 
Durchmesser verwendbar ist. Die bevorzugte Bestrahlungs- 
bedingung betragt 10 bis 50 J/cm 2 und 10 bis 15 Schusse. 

Weiterhin wird bei den vorstehend genannten Ausfuh- 
rungsformen als optischer Laser ein C02-Laser und derglei- 
chen verwendet. Allerdings kann als optischer Strahl auch 
ein anderer Laser wie ein SHG(zweite harmonische Genera- 
tion )-YAG-Laser, ein THG(dritte harmonische Generation)- 
YAG-Laser, ein SHG-YLF-Laser und ein THG-YLF-Laser 
verwendet werden. Bei Bestrahlung konnen der SHG-YAG- 
Laser, der THG-YAG-Laser, der SHG-YLF-Laser und der 
THG-YLF-Laser auf die Metallfolie 9, wie eine Kupferfolie 
oder dergleichen, einwirken. Aufgrund dessen konnen unter 
Verwendung eines oder mehrerer dieser Laser die Offnun- 
gen 3a und 4 im Substrat 1 von oberhalb der Metallfolie 9 
her ausgebildet werden, ohne daB die Metallfolie 9 vom 
Substrat 1 entfernt werden muB. Zudem kann ohne die Not- 
wendigkeit eines Atzens oder dergleichen durch Bestrah- 
lung mit einem oder mehreren der vorstehend genannten 
SHG-YAG-Laser, THG-YAG-Laser, SHG-YLF-Laser und 
THG-YLF-Laser die Metal If olic 9 zur Konfiguration cincr 
Schaltung und Bildung von Kontaktanschlussen 2 darin be- 
arbeitet werden. 

AnschlieBend werden, wie in Fig. 23 gezeigt, beide Ober- 
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flachen des Substrats 1 sandgestrahlt. Beispielsweise wird 
Aluminiumoxid-Pulver mil einem Teilchendurchmesser von 
5 um als Abriebmittel 24 verwendet, dafi heiBt, daB das 
Sandstrahlen durch Aufbringen des Abriebmitlels 24 bei ei- 
nem Luftdruck von 5 kg/cm 2 fur mehrere Minuten mittels 5 
einer Sandstrahlvorrichtung durchgefiihrt werden kann. 
Wenn die Abriebniittel 24 unter Sandstrahlung auf die Ober- 
flachen des Substrats 1 auf diese Weise aufgebracht werden, 
wird, wie in Fig. 22(c) gezeigt, nicht nur eine Einwirkung 
des Abriebmitlels 24 durch die Offnungen 31b auf die Ab- 10 
schnitte des Substrats 1, welche nicht mit den Strahlresists 
30 bedeckt sind, unter Bildung der Offnungen 3a und 4 im 
Substrat 1 veranlaBt, sondern auch eine Einwirkung der Ab- 
riebmittel 24 durch die Offnungen 31b auf die Abschnitte 
der Metallfolie 9, welche den Abschnitten des Substrats 1 15 
entsprechen, die nicht mit den Strahlresists 30 bedeckt sind, 
wodurch die Metallfolie 9 zur Konfiguration einer Schal- 
tung und Bildung der Kontaktanschlusse 2 darin bcarbcitct 
wird. Da das Sandstrahlen ein anisotroper Bearbeitungs- 
schritt ist. bei welchem nur die mit den Abriebmitteln 24 20 
kollidierenden Oberflachen bearbeitet werden, kann das in 
den inneren peripheren Oberflachen der Offnungen 3a und 4 
verwendete Harz vor Schaden bewahrt werden. 

Nach der Durchfiihrung des Sandstrahlens unter Bildung 
der Kontaklanschliisse 2 und der Offnungen 3a und 4 im 25 
Substrat 1 auf vorstehende Weise werden, wie in Fig* 22(d) 
gezeigt, die freigelegten auBeren Oberflachen der Kontakt- 
anschlusse 2 jeweils mit Ni und glanzendem Au unter Bil- 
dung von Deckplattierschichten 10a darauf plauiert, an- 
schlieBend die Plattierresists jeweils an die freigelegten au- 30 
Beren Oberflachen der Kontaktanschlusse 2 gebunden und 
die den Bodenabschnitten der Offnungen 3a und 4 gegen- 
uberliegenden Oberflachen der Kontaktanschlusse 2 jeweils 
mit Ni und nicht glanzendem Au unter Bildung der in Fig. 
22(e) gezeigten Deckplattierschicht 10b plattiert, und an- 35 
schlieBend werden die Plattierresists entfemt, wodurch ein 
gedrucktes Schaltungsplatte A vervollstandigt ist. 

GemaB einer ersten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Verfahren zur HersteUung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte bereitgestellt, welche ein durch direktes und en- 40 
ges Anbringen einer Metallfolie auf mindestens einer Ober- 
flache der Schaltungsplatte gebildetes Schaltmuster und je- 
weils von der anderen Oberflache der Schaltungsplatte ge- 
bildete Offnungen zur elektrischen Verbindung des Schalt- 
musters dadurch einschlieBt, wobei das Verfahren die 45 
Schritte umfaBt: 

Bildung der Offnungen von der anderen Oberflachenseite 
der Schaltungsplatte; und 

Glatten einer Oberflache der Metallfolie an der Offnungs- 
seite durch einen Ultra violett-Laser. 50 

GemaB einer zweiten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
dient die Offnung zur Einfuhrung eines Verbindungsdrahts. 

GemaB einer dritten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird die Offnung mil einem Lotmittel gefuUt, um eine Lot- 
kugel aus zubilden. 55 

GemaB einer vierten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen durch einen optischen Strahl ein- 
schlieBlich eines C02-Lasers gebildet. 

GemaB einer funften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat verwendet, dessen beide Oberflachen mit 60 
Metallfolien beschichtet sind, und nach dem Atzen der Me- 
tallfolie unter Bildung einer Offnung wird ein C02-Laser 
mit einem Strahl mit einem groBeren Durchmesser als die 
Offnung auf den Offnungsabschnitt gerichtet, um dadurch 
Offnungen im Substrat zu bilden. 65 

GemaB einer sechsten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat verwendet, das mit einer Metallfolie, de- 
ren anliegende Oberflache oxidationsbehandelt wurde, oder 



mit einer oxidationsbehandelten Metallfolie, deren anlie- 
gende Kontaktoberflache einer Aufrauhbehandlung unterzo- 
gen wurde, beschichtet ist. 

GemaB einer siehten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
schlieBt die Oberflache einer Metallfolie auf der anderen 
Oberflache des Substrats zur Ausbildung der Offnungen 
mittels Bestrahlung einer Oberflache des Substrats mit ei- 
nem CO?-Laser mindestens ein Warmeschild oder ein Kuhi- 
rohr ein. 

GemaB einer achten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird bei der Bestrahlung des Substrats mit einem CXVLaser 
unter Bildung der Offnungen ein Strahlabschwachungsfilter 
im Zentrum des optischen Strahlengangs angeordnet. 

GemaB einer neunten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird der Excimer-Laser auf die Offnungen gerichtet, wah- 
rend dessen reflektiertes Licht uberwacht wird. 

GemaB einer zehnten erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen mit Plasma bchandclt. 

GemaB einer elften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
werden die Offnungen mittels Sandstrahlen behandelt. 

GemaB einer zwolften erfindungsgemaBen Ausgestaltung 
wird ein Substrat mit darauf beschichteten Metallfolien ver- 
wendeu werden ein oder mehrere Laser von SHG-YAG-La- 
ser, THG-YAG-Laser, SHG-YLF- Laser und THG-^XF-La- 
ser auf das Substrat gerichtet, um dadurch Offnungen zu bil- 
den, und die Metallfolien zur Konfiguration einer Schaltung 
bearbeitet, um dadurch Kontaktanschlusse zu bilden. 

Wie vorstehend beschrieben umfaBt eine gedruckte 
Schaltungsplatte ein Substrat 1 einschlieBlich eines Teilein- 
bringungsabschnitts 3, in dem ein elektrisches Teil 5 einge- 
bracht werden kann, eine Vielzahl von Kontaktanschlussen 
2, die jeweils auf einer Oberflache des Substrats 1 ausgebil- 
det sind und deren Oberflachen nach auBen unter Bereitstel- 
lung extemer Kontakte freigelegt sind, sowie jeweils in der 
anderen Oberflache des Substrats 1 ausgebildeten Offnun- 
gen 4 zur Einfugung von Verbindung sdrahten 6, die zur Ver- 
bindung des in den Teileinbringungsabschnitt 3 des Sub- 
strats einzubringenden elektronischen Teils 5 mit den ver- 
bundenen Kontaktanschlussen 2 verwendet werden. Bei der 
gedruckten Schaltungsplatte ist jeder KontaktanschiuB 2 aus 
einer Metallfolie 9 gebildet, die direkt und eng an dem Sub- 
strat 1 angebracht ist. Dadurch kann eine Verringerung der 
Hitzebestandigkeit eines gedruckten Schaltungsplattes ver- 
hindert werden, welche auftritt, wenn die zur Bildung der 
Kontaktanschlusse 2 verwendete Metallfolie unter Verwen- 
dung eines Haftmittels mit dem Substrat 1 verbunden ist. 

Paten tanspruche 

1. Verfahren zur HersteUung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte, welche ein durch direktes und enges An- 
bringen einer Metallfolie (9) auf mindestens einer 
Oberflache der Schaltungsplatte gebildetes Schaltmu- 
ster und jeweils von der anderen Oberflache der Schal- 
tungsplatte gebildete Offnungen (3a, 4, 104) zur elek- 
trischen Verbindung des Schaltmusters dadurch ein- 
schlieBt, wobei das Verfahren die Schritte umfaBt: 
Bildung der Offnungen (3a, 4, 104) von der anderen 
Oberflachenseite der Schaltungsplatte; und 

Glatten einer Oberflache der Metallfolie (9) an der Off- 
nungsseite durch einen Ultraviolett-Laser. 

2. Verfahren zur HersteUung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1, wobei die Offnung (4) 
zur Einfuhrung eines Verbindungsdrahts (6) dient. 

3. Verfahren zur HersteUung cincr gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1, wobei die Offnung (104) 
mit einem Lotmittel (116) gefullt wird, um eine Lotku- 
gel (117) auszubilden. 
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4. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1, wobei die Offnungen (3a, 

4. 104) durch einen optischen Strahl einschlieBlich ei- 
nes C0 2 -T^sers gebildet werden. 

5. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 5 
tungsplatie nach Anspruch 1. wobei beide Oberflachen 
des Substrats (1, 101) mit Metallfolien (9) beschichtei 
sind, weiterhin umfassend: 

Atzen einer Metalifolie (9) unter Bildung einer Off- 
nung (14); und 10 
Richten eines C0 2 -Lasers mit einem Strahl mit einem 
groBeren Durchmesser als die Offnung (14) auf den 
Offnungsabschnitt, urn dadurch Offnungen (3a, 4, 104) 
ini Substrat zu bilden. 

6. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 15 
tungsplatie nach Anspruch 1, wobei das Substrat (1, 
101) eine Kontaktoberflache einschlieBt, die mit einer 
oxidationsbchandcltcn Metalifolie (9) bcschichtct ist, 
deren Kontaktoberflache einer Aufrauhbehandlung un- 
terzogen wurde. 20 

7. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1. weiterhin umfassend: 
ein Kuhlelement, welches auf der Oberflache der Me- 
talifolie (9) auf der anderen Substratoberflache ange- 
ordnet ist und mindestens ein Warmeschild (42) oder 25 
ein Kiihlrohr (44) einschlieBt. 

8. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1. weiterhin umfassend: 
einen Strahlabschwachungsfilter (45), der im Zentrum 
des optischen Strahlengangs angeordnet ist. 30 

9. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1, wobei der Excimer-Laser 
auf die Offnungen (3a, 4, 104) gerichtet wird, wahrend 
sein reflektiertes Licht iiberwacht wird. 

10. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 35 
tungspiatte nach Anspruch 1, wobei die Offnungen (3a, 

4, 104) mit Plasma behandelt werden. 

11. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1, wobei die Offnungen (3a, 

4, 104) mittels Sandstrahlen behandelt werden. 40 

12. Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schal- 
tungsplatte nach Anspruch 1, wobei ein Substrat (1, 
101) mit Metallfolien (9) beschichtet und zumindest ei- 
ner der Laser von SHG-YAG-Laser, THG-YAG- Laser, 
SHG-YLF-Laser und THG-YLF-Laser auf das Sub- 45 
strat (1, 101) gerichtet wird, urn dadurch Offnungen 
(3a, 4, 104) zu bilden, und das Verfahren weiterhin die 
Schritte umfaBt: 

Bildung einer Konfiguration einer Schaltung auf den 
Metallfolien (9), urn dadurch Kontaktanschlusse (2) zu 50 
bilden. 
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